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(57) Abstract: A housing (10) for an optical component (14) is provided in various embodiments. The housing (10) has a lead frame
portion (12) and a moulding material (18). The lead frame portion (12) is formed from an electrically conductive material and has a
first side and a second side facing away from the first side. On the first side, the lead frame portion (12) has at least one first
receiving region for receiving the optical component (14) and/or at least one contact region (34) for electrically contacting the
optical component (14). The lead frame portion (12) has at least one trench (20), which is formed in the lead frame portion (12) on
the first side thereof alongside the receiving region and/or the contact region (34). The lead frame portion (12) is embedded in the
moulding material (18). The moulding material (18) has at least one receiving recess (19) in which the first receiving region and/or
the contact region (34) and the trench (20) are arranged.

(57) Zusammenfassung: In verschiedenen Ausfiihrungsbeispielen wird ein Gehduse (10) fiir ein optisches Bauelement (14)
bereitgestellt. Das Gehduse (10) weist einen Leiterrahmenabschnitt (12) und einen Formwerkstoff (18) auf. Der
Leiterrahmenabschnitt (12) ist aus einem elektrisch leitenden Material gebildet und weist eine erste Seite und eine von der ersten
Seite abgewandte zweite
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Seite auf. Der Leiterrahmenabschnitt (12) weist an der ersten Seite mindestens einen ersten Aufnahmebereich zum Aufnehmen des
optischen Bauelements (14) und/oder mindestens ein Kontaktbereich (34) zum elektrischen Kontaktieren des optischen
Bauelements (14) auf. Der Leiterrahmenabschnitt (12) weist mindestens einen Graben (20) auf, der in dem Leiterrahmenabschnitt
(12) auf der ersten Seite neben dem Autnahmebereich und/oder neben dem Kontaktbereich (34) ausgebildet ist. Der
Leiterrahmenabschnitt (12) ist in den Formwerkstoff (18) eingebettet. Der Formwerkstoff (18) weist mindestens eine
Aufnahmeausnehmung (19) auf, in der der erste Autnahmebereich und/oder der Kontaktbereich (34) und der Graben (20)
angeordnet sind.
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Beschreibung

Gehduse filir ein optisches Bauelement, Baugruppe, Verfahren
zum Herstellen eines Gehduses und Verfahren zum Herstellen

einer Baugruppe

Die Erfindung betrifft ein Gehduse fir ein optisches Bauele-
ment, das einen Leiterrahmenabschnitt und einen Formwerkstoff
aufweist. Der Leiterrahmenabschnitt ist aus einem elektrisch
leitenden Material gebildet. Der Leiterrahmenabschnitt weist
eine erste Seite und eine von der ersten Seite abgewandte
zwelte Seite auf. An der ersten Seite weist der Leiterrahmen-
abschnitt mindestens einen ersten Aufnahmebereich zum Aufneh-
men des optischen Bauelements und/oder mindestens einen Kon-
taktbereich zum elektrischen Kontaktieren des optischen Bau-
elements auf. Der Leiterrahmenabschnitt ist in dem Formwerk-
stoff eingebettet. Der Formwerkstoff weist mindestens eine
Aufnahmeausnehmung auf, in der der erste Aufnahmebereich
und/oder der Kontaktbereich freigelegt sind. Ferner betrifft
die Erfindung eine Baugruppe, ein Verfahren zum Herstellen
eines Gehduses fiir ein optisches Bauelement und ein Verfahren

zum Herstellen einer Baugruppe.

Diese Patentanmeldung beansprucht die Prioritdt der deutschen
Patentanmeldung DE 10 2012 215 705.0, deren Offenbarungsge-

halt hiermit durch Bezugnahme aufgenommen wird.

Bekannte Gehduse fiir optische Rauelemente, beispielsweise fiir
aktive und/oder elektronische optische Bauelemente, bei-
spielsweise QFN (quad flat no leads) -Gehduse, weisen als Ba-
sismaterial beispielsweise Leiterrahmenabschnitte auf. Die
QFN-Gehduse werden auch als QFN-Packages und/oder als Micro
Lead Frame (MLF) bezeichnet und sind in der Elektronik als

Chipgehdusebauform fiir integrierte Schaltungen (IC) bekannt.
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Die Bezeichnung ,QFN* umfasst in dieser Beschreibung unter-
schiedliche Grdken von IC-Gehdusen, welche alle als oberfla-
chenmontierte Bauteile auf Leiterplatten geldtet werden kon-

nen.

In dieser Beschreibung wird die Bezeichnung ,QFN” auch stell-
vertretend fiir folgende Bezeichnungen verwendet: MLPQ (Micro
Leadframe Package Quad), MLPM (Micro Leadframe Package Mic-—
ro), MLPD (Micro Leadframe Package Dual), DRMLF (Dual Row
Micro Leadframe Package), DFN (Dual Flat No-lead Package),
TDFN (Thin Dual Flat No-lead Package), UTDFN (Ultra Thin Dual
Flat No-lead Package), XDFN (eXtreme thin Dual Flat No-lead
Package), QFN-TEP (Quad Flat No-lead package with Top Exposed
Pad), TQFN (Thin Quad Flat No-lead Package), VQFN (Very Thin
Quad Flat No Leads Package). Als wesentliches Merkmal und im
Gegensatz zu den ahnlichen Quad Flat Package (QFP) ragen die
elektrischen Anschliisse (Pins) nicht seitlich iber die Abmes-
sungen der Kunststoffummantelung hinaus, sondern sind in Form
von nicht verzinnten Kupferanschliissen plan in die Unterseite
des Gehduses integriert. Dadurch kann der bendtigte Platz auf
der Leiterplatte reduziert werden und eine hdhere Packungs-

dichte erreicht werden.

Die Leiterrahmenabschnitte werden aus Leiterrahmen verein-
zelt. Die Leiterrahmen weisen beispielsweise ein elektrisch
leitendes Material auf oder sind daraus gebildet. Das elekt-
risch leitende Material weist beispielsweise ein Metall, bei-
spielsweise Kupfer, beispielsweise CuW oder CuMo, Kupferle-
gierungen, Messing, Nickel und/oder Eisen, beispielsweise Fe-

Ni, auf und/oder ist daraus gebildet.

Die Leiterrahmenabschnitte dienen beispielsweise zum mechani-
schen Befestigen und/oder zum elektrischen Kontaktieren opti-

scher Bauelemente, beispielsweise aktiver oder passiver opti-
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scher Bauelemente. Dazu weisen die Leiterrahmenabschnitte
beispielsweise Aufnahmebereiche zum Aufnehmen der optischen
Bauelemente und/oder Kontaktbereiche zum elektrischen Kontak-
tieren der optischen Bauelemente auf. Die optischen Bauele-
mente kdnnen beispielsweise aktive optische Bauelemente, wie
beispielsweise Chips, beispielsweise Halbleiter-Chips,
und/oder elektromagnetische Strahlung emittierende Bauelemen-
te, oder passive optische Bauelemente, beispielsweise Linsen,

Spiegel, Blenden oder &dhnliches sein.

Beim Herstellen der Gehduse werden die Leiterrahmen in einen
Formwerkstoff eingebettet, beispielsweise in einem Mold-
Verfahren, beispielsweise einem Spritzguss—- oder Spritzpress-—
verfahren. Der Formwerkstoff kann als Kunststoffummantelung
ausgebildet sein. Das Gebilde aus Formwerkstoff und dem darin
eingebetteten Leiterrahmen kann auch als Gehduseverbund be-
zeichnet werden. Dass die Leiterrahmen bzw. die Leiterrahmen-
abschnitte in den Formwerkstoff eingebettet werden, bedeutet
beispielsweise, dass die Leiterrahmen bzw. die Leiterrahmen-
abschnitte zumindest teilweise von dem Formwerkstoff umgeben
werden. Teile der Leiterrahmen kdnnen frei von Formwerkstoff
bleiben, beispielsweise an einer Unterseite der Leiterrahmen
die elektrischen Anschliisse zum Kontaktieren der Gehduse,
insbesondere der Leiterrahmenabschnitte der Gehduse, und/oder
an einer QOberseite der Leiterrahmen die Aufnahmeausnehmungen,
in denen die Aufnahmebereiche und/oder Kontaktbereiche frei-
gelegt sind. In den Aufnahmeausnehmungen k&nnen die optischen
Bauelemente angeordnet werden. Ferner kénnen die in den Auf-
nahmeausnehmungen angeordneten optischen Bauelemente in ein
Vergussmaterial eingebettet werden. Die elektrischen Kontakte
der Gehduse sind an einer den Aufnahmeausnehmungen gegeniiber-—
liegenden Seite der Leiterrahmenabschnitte ausgebildet, so
dass die fertigen Gehduse auf eine Leiterplatte aufgesetzt

werden konnen. Uber den dadurch entstehenden k&rperlichen
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Kontakt zwischen dem Gehduse und der Leiterplatte kann dann
auch der elektrische Kontakt zu dem Leiterrahmenabschnitt
und/oder dem darauf angeordneten optischen Bauelement herge-

stellt werden.

Beim Einbetten der Leiterrahmen kann in Bereiche, die bestim-
mungsgemdal frei von Formwerkstoff bleiben sollen, beispiels-—
weise der Aufnahmebereich und/oder der Kontaktbereich Form-
werkstoff vordringen, beispielsweise aufgrund einer Kapillar-
Wirkung zwischen dem Leiterrahmen und dem entsprechenden
Formwerkzeug. Diese ungewilinschte Vordringen von Formwerkstoff
wird auch als ,Flash” oder ,EMC-Flash®” (EMC = Electronic Mold
Compound) bezeichnet. Der ungewlinscht vorgedrungene Formwerk-
stoff muss nachfolgend ganz oder zumindest teilweise entfernt

werden.

Bei bekannten Baugruppen wird beispielsweise zwischen zwei in
einem Gehduse angeordneten optischen Bauelementen ein Abstand
derart vorgehalten, dass ein Verbinder zum Verbinden der op-
tischen Bauelemente mit dem entsprechenden Leiterrahmenab-
schnitt wadhrend des Herstellungsprozesses in den freien Raum,
der durch den Abstand gebildet ist, vordringen kann, ohne
dass eine gegenseitige Beeinflussung der optischen Bauelemen-—
te und/oder eine Beeinflussung deren Positionierung und Ori-
entierung erfolgt. Beispielsweise kann, falls die optischen
Bauelemente elektronische Bauelemente aufweisen, iiber den
Uberfliissigen Verbinder eine ungewollte leitende Verbindung
zwischen den elektronischen Bauelementen und/oder ein Kurz-
schluss entstehen. Im Falle von Lot als Verbinder ist das
Hervortreten von Lot aus dem Bereich zwischen dem optischen
Bauelement und dem Leiterrahmenabschnitt auch unter dem Beg-

riff ,Solder-Squeeze-0Out” bekannt.
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Ferner kann es bei dem Herstellungsprozess vorkommen, dass
die optischen Bauelemente zwar zundchst prazise auf den dafir
vorgesehenen Aufnahmebereich und den entsprechende Verbinder
aufgesetzt werden, die optische BRauelement sich jedoch beim
Verfliissigen des Verbinders und/oder beim Aushdrten des Verb-
inders in einer Ebene parallel zu dem Leiterrahmenabschnitt
relativ zu dem entsprechenden Leiterrahmenabschnitt und/oder
relativ zueinander verdrehen. Beispielsweise kann dies bei

der Verwendung von Lotpaste als Verbinder auftreten.

In verschiedenen Ausfiihrungsbeispielen werden ein Gehduse fir
ein optisches Bauelement und/oder eine Baugruppe bereitge-—
stellt, die einfach und/oder préazise herstellbar sind
und/oder in denen ein, zweli oder mehr optische Bauelemente

einfach und/oder prézise anordbar sind.

In verschiedenen Ausfiihrungsbeispielen werden ein Verfahren
zum Herstellen eines Gehduses filir ein optisches Bauelement
und/oder ein Verfahren zum Herstellen einer Baugruppe bereit-
gestellt, die auf einfach Weise ermdglichen, das Gehduse bzw.
die Baugruppe prédzise herzustellen und/oder in dem Gehduse
bzw. in der Baugruppe prdazise ein, zwel oder mehr optische

Bauelemente anzuordnen.

In verschiedenen Ausfihrungsformen wird ein Gehduse fiir ein
optisches Bauelement bereitgestellt. Das Gehduse weist einen
Leiterrahmenabschnitt und einen Formwerkstoff auf. Der Lei-
terrahmenabschnitt ist aus einem elektrisch leitenden Materi-
al gebildet und weist eine erste Seite und eine von der ers-
ten Seite abgewandte zweite Seite auf. An der ersten Seite
des Leiterrahmenabschnitts weist der Leiterrahmenabschnitt
mindestens einen ersten Aufnahmebereich zum Aufnehmen des op-
tischen Bauelements und/oder mindestens einen Kontaktbereich

zum Kontaktieren des optischen Bauelements auf. Auf der ers-
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ten Seite des Leiterrahmenabschnitts ist in dem Leiterrahmen-
abschnitt neben dem Aufnahmebereich und/oder neben dem Kon-
taktbereich mindestens ein Graben ausgebildet. Der Leiterrah-
menabschnitt ist in den Formwerkstoff eingebettet und weist
mindestens eine Aufnahmeausnehmung auf. Der erste Aufnahmebe-
reich und/oder der Kontaktbereich und der Graben sind in der

Aufnahmeausnehmung angeordnet.

Im Folgenden wird der Graben auch als Feingraben bezeichnet

und kann als ein solcher ausgebildet sein.

Der Graben kann beispielsweise dazu beitragen, dass wadhrend
des Einbettens des Leiterrahmenabschnitts kein Formwerkstoff
in den Kontaktbereich oder den Aufnahmebereich vordringt. In
diesem Zusammenhang kann der Graben beispielsweise als Bar-
riere gegeniiber dem Formwerkstoff dienen. In dem Graben kann
sich beispielsweise Formwerkstoff befinden, der beispielswei-
se wahrend des Herstellungsprozesses in den Graben geflossen
ist. Beilspielsweise kann der Graben als Reservoir und/oder
Stoppkante fiir den Formwerkstoff dienen. Auf einen nachfol-
genden Prozess zum Entfernen von Formwerkstoff von dem Auf-
nahmebereich und/oder dem Kontaktbereich kann verzichtet wer-

den.

Ferner kann der Graben dazu dienen, wahrend des Herstellungs-
prozesses lberfliissigen Verbinder aufzunehmen, der beispiels-
weise zwischen einem elektronischen Bauelement und dem Auf-
nahmebereich angeordnet wird, um das optische Bauelement in
dem Aufnahmebereich zu befestigen, und der in flissigem Zu-
stand iiber den Aufnahmebereich hinaus gepresst wird. In dem
Graben kann sich beispielsweise Verbinder befinden, der bei-
spielsweise wadhrend des Herstellungsprozesses in den Graben
geflossen ist. In anderen Worten kann der Graben als Reser-—

voir fiir dberfliissigen Verbinder dienen. Das Aufnehmen wvon
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Uberflissigem Verbinder in dem Feingraben kann beispielsweise
ermbglichen, zweil oder mehr optische BRauelemente ndher anein-

ander anzuordnen als ohne Feingraben.

Ferner kann der Graben beispielsweise dazu beitragen, ein,
zwel oder mehr der optischen Bauelemente prdzise auf dem Lei-
terrahmenabschnitt auszurichten. Beispielsweise kann der
Feingraben als Justagemarke fiir die Aufnahme und/oder die

Kontaktierung des optischen Bauelements dienen.

Der Graben kann beispielsweise zwischen dem Formwerkstoff und
dem ersten Aufnahmebereich und/oder zwischen dem Formwerk-
stoff und dem Kontaktbereich und/oder zwischen zweil Aufnahme-

bereichen ausgebildet sein.

Das Gehduse ist beispielsweise als QFN-Gehduse ausgebildet.
Das bedeutet beispielsweise, dass das Gehduse keine nach au-
Ben fiihrenden Drédhte aufweist, die beispielsweise seitlich
aus dem Gehduse hervorstehen und die beim Anordnen des Gehdu-
ses auf eine Leiterplatte beispielsweise nach unten gebogen
werden miissten. Das QFN-Gehduse weist vielmehr an seiner Un-
terseite, elektrische Anschliisse auf, die beispielsweise
durch den Leiterrahmenabschnitt gebildet sind und durch die
beim Aufsetzen des QFN-Gehduses auf die Leiterplatte sowohl
eine mechanische als auch eine elektrische Kopplung des QFN-
Gehduses und mittels des Leiterrahmenabschnitts auch eine
elektrische und/oder thermische Kopplung des darin angeordne-
ten optischen Bauelements mit der Leiterplatte erfolgt. Fer-
ner kann der k&rperliche Kontakt des Gehduses zu der Leiter-
platte und die damit verbundene thermische Ankopplung des Ge-
hduses an die Leiterplatte zu einem sehr guten Verhalten bei
Temperaturwechselbelastung beitragen, da das Material des
Leiterplattenabschnitts besonders gut an die Warmeausdeh-

nungskoeffizienten der Leiterplatte und/oder einer Wirmesenke
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angepasst werden kann. Die Leiterplatte kann beispielsweise
eine FR1-, FR2-, FR3- , FR4-, FR5-, CEMl-, CEM2-, CEM3-,
CEM4- oder CEMS5-Leiterplatte sein, beispielsweise eine durch-

kontaktierte FR-4-Leiterplatte.

Die optischen Bauelemente k&nnen beispielsweise aktive opti-
sche Bauelemente, wie beispielsweise Chips, beispielsweise
Halbleiter-Chips, und/oder elektromagnetische Strahlung emit-
tierende Bauelemente, oder passive optische Bauelemente, bei-

spielsweise Linsen, Spiegel, Blenden oder &hnliches sein.

Bei verschiedenen Ausfiihrungsformen weist der Graben (bei-
spielsweise der Feingraben) eine Tiefe auf, die kleiner als
die halbe Dicke des Leiterrahmenabschnitts oder kleiner als
ein Drittel der Dicke des Leiterrahmenabschnitts ist. Der
Feingraben kann beispielsweise eine Breite aufweisen, die
kleiner als eine Dicke des Leiterrahmenabschnitts ist. Somit
ist der Feingraben keine Ausnehmung und/oder Struktur, die
beispielsweise mittels einer Vollatzung oder einer Halbdtzung
des Leiterrahmens, der den Leiterrahmenabschnitt aufweist,
ausgebildet werden kann, sondern eine flachere Ausnehmung
bzw. Struktur. Derartige Volldtzungen bzw. Halbdtzungen sind
bekannt, um die Strukturen der einzelnen Leiterrahmenab-
schnitte und damit den Leiterrahmen aus einem Leiterrahmen-

rohling herzustellen.

Bei verschiedenen Ausfiihrungsformen ist der Graben zumindest
teilweise um den ersten Aufnahmebereich und/oder dem Kontakt-
bereich herum angeordnet. Beispielsweise begrenzt der Graben
den ersten Aufnahmebereich und/oder den Kontaktbereich auf
der ersten Seite des Leiterrahmenabschnitts. In anderen Wor-
ten kann der Aufnahmebereich bzw. der Kontaktbereich durch
einen umlaufenden Graben definiert sein. Dies kann dazu bei-

tragen, wahrend des Herstellungsprozesses effektiv iliberfliis-
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sigen Verbinder aufzunehmen und/oder das in dem entsprechen-
den Aufnahmebereich anzuordnende optische Bauelement prézise
bezliglich des Leiterrahmenabschnitts und/oder des Aufnahmebe-
reichs und/der eines anderen optischen Bauelements auszurich-

ten.

Bei verschiedenen Ausfiihrungsformen ist auf dem Leiterrahmen-—
abschnitt mindestens ein zweiter Aufnahmebereich vorgesehen
und der Graben grenzt den ersten Aufnahmebereich von dem
zweiten Aufnahmebereich ab. Dies kann beispielsweise dazu
beitragen, auf einfache Weise die beiden optischen Bauelemen-—
te, die auf dem ersten und dem zweiten Aufnahmebereich ange-
ordnet werden sollen, nahe beieinander anzuordnen und/oder
prédzise zueinander und/oder zu dem Leiterrahmenabschnitt aus-

zurichten.

Bei verschiedenen Ausfiihrungsformen ist der Graben zumindest
teilweise mit einem Fillmaterial gefillt. Das Flillmaterial
ist beispielsweise so ausgebildet, dass es von dem verwende-
ten Verbinder im flilissigen bzw. zahfliissigen Zustand nicht
benetzt wird. Dies kann beispielsweise dazu beitragen, die
optischen Bauelemente prdzise auszurichten. Allgemein ist die
Benetzung ein Verhalten von Flissigkeiten bei Kontakt mit der
Oberflédche von FestkOrpern. Benetzbarkeit ist die zugehdrige
Eigenschaft. Je nachdem, um welche Fliissigkeit es sich han-
delt, aus welchem Material die Oberfldche besteht und wie de-
ren Beschaffenheit ist, zum Beispiel in Bezug auf die Rauig-
keit, benetzt die Fliissigkeit die Oberflédche mehr oder weni-
ger stark. Die Benetzbarkeit hdngt von den Verhdltnissen der
beteiligten Oberflidchenspannungen ab, die beispielsweise iiber
die Young’sche Gleichung mit dem Kontaktwinkel in BReziehung
stehen und diesen damit zum Mal fir die Benetzbarkeit machen.
Je gr&ber dabei der Kontaktwinkel ist, desto geringer ist die

Benetzbarkeit. Im Speziellen spielen vor allem die Oberfla-
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chenspannungen zwischen dem Verbinder und dem Aufnahmebe-
reich, dem Fiillmaterial und/oder dem optischen Bauelement ei-

ne Rolle.

In verschiedenen Ausfiihrungsformen wird eine Baugruppe be-
reitgestellt. Die Baugruppe weist ein Gehduse auf, beispiels-
weise das vorhergehend erlduterte Gehduse. Ferner weist die
Baugruppe mindestens ein erstes optisches Bauelement auf, das
in dem ersten Aufnahmebereich des Gehduses angeordnet ist
und/oder in dem Kontaktbereich des Gehduses elektronisch kon-
taktiert ist. Das optische Bauelement ist beispielsweise ein
aktives optisches Bauelement, beispielsweise ein Chip, bei-
spielsweise ein Halbleiterchip, und/oder ein elektromagneti-
sche Strahlung emittierendes Bauelement, beispielsweise eine
LED oder eine OLED, oder ein passives optisches BRauelement,
beispielsweise eine Linse, ein Spiegel oder ein Blende. Mit
Hilfe des Feingrabens kann das optische Bauelement einfach
besonders prazise auf dem Gehduse und/oder in dem Gehduse an-—
geordnet und/oder positioniert und/oder kontaktiert werden.
Ferner konnen zweli oder mehr der optischen Bauelemente mit
Hilfe des Feingrabens besonders nah beieinander und somit

sehr kompakt aneinander angeordnet werden.

Bei verschiedenen Ausfiihrungsformen {iberlappt das erste opti-
sche Bauelement den Feingraben zumindest teilweise. In ande-
ren Worten kann beispielsweise in einer Draufsicht auf den
Leiterrahmenabschnitt das optische Bauelement einen Teil des
Grabens Uberdecken. Falls der Graben den ersten Aufnahmebe-
reich umgibt, so kann das optische Bauelement eine grdBere
Fladche bedecken als der Aufnahmebereich, wobei das optische
Bauelement den Aufnahmebereich beispielsweis an einer, zwei,
drei oder an allen Seiten iberlappen kann. Dies kann dazu
beitragen, das optische Bauelement prédzise auf dem Leiterrah-

menabschnitt und dem Aufnahmebereich anzuordnen und/oder aus-—
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zurichten. Beispielsweise kann ein duBerer Rand des Feingra-
bens eine grd&bere Fladche umschlielen, als die der Unterseite
des optischen Bauelements. In der Draufsicht kann somit nur
der &duBere Rand des Grabens und ein Teil des Grabens erkenn-
bar sein. Falls der Graben mit dem Fiillmaterial gefiillt ist,
kann der Verbinder nicht in den Graben eindringen oder auf
dessen Filillmaterial vordringen, da er dieses nicht benetzt.
Aufgrund von Oberfldchenspannungen zwischen dem Verbinder und
der Unterseite des optischen Bauelements, dem F{illmaterial,
dem Aufnahmebereich und der Luft findet dann eine automati-
sche Zentrierung und/oder Ausrichtung des optischen Bauele-
ments iber dem Aufnahmebereich statt. In anderen Worten kann
somit mit Hilfe des Grabens ein prdazise und/oder automatische
Positionierung und Orientierung des optischen Bauelements er-—
folgen. Ferner kann der Graben beim Einbetten des Leiterrah-
menabschnitts verhindern, dass fliissiger Formwerkstoff in den
Aufnahmebereich und/oder den Kontaktbereich vordringt, wo-
durch das Anordnen und/oder das Kontaktieren des optischen

Bauelements einfach und/oder prazise mdglich sind.

In verschiedenen Ausfiihrungsbeispielen wird ein Verfahren zum
Herstellen eines Gehduses fiir ein optisches Bauelement be-
reitgestellt. Beili dem Verfahren wird zundchst ein Leiterrah-
menabschnitt bereitgestellt, der aus einem elektrisch leiten-
den Material gebildet ist und der eine erste Seite und eine
von der ersten Seite abgewandte zweite Seite aufweist. An der
ersten Seite weist der Leiterrahmenabschnitt einen Aufnahme-
bereich zum Aufnehmen des optischen Bauelements und/oder ei-
nen Kontaktbereich zum Kontaktieren des optischen Bauelements
auf. In dem Leiterrahmenabschnitt wird auf der ersten Seite
neben dem Aufnahmebereich und/oder neben dem Kontaktbereich
ein Graben ausgebildet. Der Leiterrahmenabschnitt wird so in

den Formwerkstoff eingebettet, dass der erste Aufnahmebereich
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und/oder der Kontaktbereich und der Graben in der Aufnahme-

ausnehmung freigelegt sind.

Bei verschiedenen Ausfiihrungsformen wird der Graben so ausge-
bildet, dass eine Tiefe des Feingrabens kleiner als die halbe
Dicke des Leiterrahmenabschnitts oder kleiner ein Drittel der
Dicke des Leiterrahmenabschnitts ist. Alternativ oder zusatz-
lich wird der Graben beispielsweise so ausgebildet, dass eine
Breite des Grabens kleiner als die Dicke des Leiterrahmenab-

schnitts ist.

Bei verschiedenen Ausfiihrungsformen wird der Graben zumindest
teilweise um den ersten Aufnahmebereich und/oder den Kontakt-
bereich herum ausgebildet. Beispielsweise wird durch den Gra-
ben der erste Aufnahmebereich und/oder der Kontaktbereich auf
der ersten Seite des Leiterrahmens begrenzt und/oder defi-

niert.

Bei verschiedenen Ausfiihrungsformen weist der Leiterrahmenab-
schnitt auf der ersten Seite mindestens einen zweiten Aufnah-
mebereich zum Aufnehmen eines weiteren optischen Rauelements
auf und der erste Aufnahmebereich wird mittels des Grabens

von dem zweiten Aufnahmebereich abgegrenzt.

Bei verschiedenen Ausfiihrungsformen wird der Graben zumindest
teilweise mit Fillmaterial gefiillt, beispielsweise mit dem

vorhergehend erlduterten Fillmaterial.

In verschiedenen Ausfihrungsformen wird ein Verfahren zum
Herstellen einer Baugruppe bereitgestellt. Bei dem Verfahren
wird zundchst ein Gehduse fiir ein optisches Bauelement be-
reitgestellt, beispielsweise gemdl dem vorhergehend erlduter-
ten Verfahren. In dem ersten Aufnahmebereich wird der Schmel-

zerbinder aufgebracht. Mindestens ein optisches Bauelement,
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beispielsweise das vorhergehend erliuterte optische BRauele-
ment, wird auf dem Verbinder in dem ersten Aufnahmebereich
angeordnet und/oder ein elektrischer Anschluss des optischen
Bauelements wird mit dem Verbinder in dem Kontaktbereich in
Kontakt gebracht. Der Verbinder wird geschmolzen und/oder ge-
hdrtet, wodurch das optische Bauelement in dem ersten Aufnah-
mebereich befestigt wird und/oder der elektrische Anschluss
des optischen Bauelements mit dem Kontaktbereich elektrisch
kontaktiert wird. Der elektrische Anschluss des optischen
Bauelements kann beispielsweise einen Draht, beispielsweise

einen Bonddraht, aufweisen.

Bei verschiedenen Ausfiihrungsformen wird der Graben um den

ersten Aufnahmebereich herum ausgebildet und mit dem Fiillma-
terial gefiillt und das optische Bauelement iliberlappt den Gra-
ben. Beim Schmelzen des Verbinders wird das optische Bauele-

ment automatisch relativ zu dem Aufnahmebereich ausgerichtet.

Bei verschiedenen Ausfiihrungsformen wird der Graben um den
zweiten Aufnahmebereich herum ausgebildet und mit dem F{illma-
terial gefiillt. Auf dem zweiten Aufnahmebereich wird der Ver-
binder angeordnet. Ein weiteres optisches Bauelement wird auf
dem Verbinder in dem zweiten Aufnahmebereich angeordnet und
berlappt den Graben. Die beiden optischen Bauelemente auf
dem Verbinder in dem ersten und dem zweiten Aufnahmebereich
werden automatisch relativ zu den entsprechenden Aufnahmebe-
reichen und idber den Leiterrahmenabschnitt relativ zueinander

ausgerichtet.

Ausfiihrungsbeispiele der Erfindung sind in den Figuren darge-

stellt und werden im Folgenden ndher erldutert.

Es zeigen
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Figur

Figur

Figur

Figur

Figur

Figur

Figur

Figur

Figur

Figur

Figur

14

1 eine Draufsicht auf Elemente eines Ausfiihrungsbei-

spiels einer Baugruppe;

2 eine Schnittdarstellung der Baugruppe gemdl Fi-

gur 1;

3 eine Draufsicht auf Elemente eines Ausfiihrungsbei-

spiels einer Baugruppe;

4 eine Schnittdarstellung der Baugruppe gemdl Fi-

gur 3;

5 eine Schnittdarstellung eines Ausfilihrungsbeispiels

einer Baugruppe;

6 eine Draufsicht auf Elemente eines Ausfiihrungsbei-

spiels einer Baugruppe;

7 eine Schnittdarstellung der Baugruppe gemdl Fi-

gur 6;

8 eine Draufsicht auf Elemente eines Ausfiihrungsbei-

spiels einer Baugruppe;

9 eine Schnittdarstellung der Baugruppe gemdl Fi-

gur 8;

10 eine Schnittdarstellung der Elemente eines Ausfiih-
rungsbeispiels einer Baugruppe wahrend eines Her-

stellungsprozesses;

11 eine Schnittdarstellung der Baugruppe gemal Fi-

gur 10 wahrend des Herstellungsprozesses;
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Figur 12 eine Schnittdarstellung der Baugruppe gemal den Fi-

guren 10 und 11 wdhrend des Herstellungsprozesses;

Figur 13 eine Schnittdarstellung eines Ausfiihrungsbeispiels

einer Baugruppe;

Figur 14 eine Schnittdarstellung eines Ausfiihrungsbeispiels

einer Baugruppe;

Figur 15 ein Ablaufdiagramm eines Ausfiihrungsbeispiels eines

Verfahrens zum Herstellen einer Baugruppe.

In der folgenden ausfithrlichen Beschreibung wird auf die bei-
gefligten Zeichnungen Bezug genommen, die Teil dieser Be-
schreibung bilden und in denen zur Veranschaulichung spezifi-
sche Ausfiihrungsbeispiele gezeigt sind, in denen die Erfin-
dung ausgeiibt werden kann. In dieser Hinsicht wird Richtungs-
terminologie wie etwa ,oben”, ,unten”, ,vorne“, ,hinten”,
»vorderes”, ,hinteres”, usw. mit Bezug auf die Orientierung
der beschriebenen Figur (en) verwendet. Da Komponenten von
Ausfihrungsbeispielen in einer Anzahl verschiedener Orientie-
rungen positioniert werden kdnnen, dient die Richtungstermi-
nologie zur Veranschaulichung und ist auf keinerlei Weise
einschrdnkend. Es versteht sich, dass andere Ausfiihrungsbei-
spiele benutzt und strukturelle oder logische Anderungen vor-
genommen werden kdnnen, ohne von dem Schutzumfang der vorlie-
genden Erfindung abzuweichen. Es versteht sich, dass die
Merkmale der hierin beschriebenen verschiedenen Ausfiihrungs-
beispiele miteinander kombiniert werden kdnnen, sofern nicht
spezifisch anders angegeben. Die folgende ausfiihrliche Be-
schreibung ist deshalb nicht in einschrédnkendem Sinne aufzu-
fassen, und der Schutzumfang der vorliegenden Erfindung wird

durch die angefiigten Anspriiche definiert.



10

15

20

25

30

WO 2014/037263 16 PCT/EP2013/067813

Im Rahmen dieser Beschreibung werden die Begriffe "verbun-
den", "angeschlossen" sowie "gekoppelt" verwendet zum Be-
schreiben sowohl einer direkten als auch einer indirekten
Verbindung, eines direkten oder indirekten Anschlusses sowie
einer direkten oder indirekten Kopplung. In den Figuren wer-
den identische oder &dhnliche Elemente mit identischen Bezugs-

zeichen versehen, soweilt dies zweckméBig ist.

Ein optisches Bauelemente kann beispielsweise ein aktives op-
tisches Bauelemente, wie beispielsweise ein Chip, beispiels-
weise ein Halbleiter-Chip, und/oder ein elektromagnetische
Strahlung emittierendes Bauelement, oder ein passives opti-
sches Bauelement, beispielsweise eine Linse, ein Spiegel, ei-

ne Blenden oder &hnliches sein.

FEin elektromagnetische Strahlung emittierendes Bauelement
kann in verschiedenen Ausfiihrungsbeispielen ein elektromagne-
tische Strahlung emittierendes Halbleiter-Bauelement sein
und/oder als eine elektromagnetische Strahlung emittierende
Diode, als eine organische elektromagnetische Strahlung emit-
tierende Diode, als ein elektromagnetische Strahlung emittie-
render Transistor oder als ein organischer elektromagnetische
Strahlung emittierender Transistor ausgebildet sein. Die
Strahlung kann beispielsweise Licht im sichtbaren Bereich,
UV-Licht und/oder Infrarot-Licht sein. In diesem Zusammenhang
kann das elektromagnetische Strahlung emittierende Bauelement
beispielsweise als Licht emittierende Diode (light emitting
diode, LED) als organische Licht emittierende Diode (organic
light emitting diode, OLED), als Licht emittierender Transis-
tor oder als organischer Licht emittierender Transistor aus-
gebildet sein. Das Licht emittierende Bauelement kann in ver-
schiedenen Ausfiihrungsbeispielen Teil einer integrierten

Schaltung sein. Weiterhin kann eine Mehrzahl von Licht emit-
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tierenden Bauelementen vorgesehen sein, beispielsweise unter-

gebracht in einem gemeinsamen Gehduse.

FEin Verbinder kann in verschiedenen Ausfiihrungsbeispielen ein
Werkstoff zum stoffschliissigen Verbinden zweier Korper, bei-
spielsweise eines optischen Bauelements mit einem Tréager,
beispielsweise einem Leiterrahmenabschnitt, sein. Der Verbin-
der kann beispielsweise ein Werkstoff sein, der bei Zimmer-
temperatur hart ist und der zum Verbinden der K&rper zundchst
verfliissigt und dann wieder gehdrtet wird. Dabei kann der
Verbinder bereits vor dem Verfliissigen oder erst in fliissigem
Zustand mit den beiden Kdrpern in Kontakt gebracht werden.
Der Verbinder kann beispielsweise in einem Konvektionsofen
oder einem Reflow-Ofen verfliissigt werden. Alternativ dazu
kann der Verbinder beispielsweise ein Werkstoff sein, der bei
Zimmertemperatur fliissig oder zumindest zadhfliissig ist, bei-
spielsweise ein Klebstoff, eine Klebepaste oder eine Lotpas-
te, beispielsweise eine Kupferpaste. Der Klebstoff, die Kle-
bepaste bzw. die Lotpaste kdnnen beispielsweise in einem
Ofen, beispielsweise einem Reflow-Ofen oder einem Dampfofen
gehdrtet werden. Der Verbinder kann beispielsweise einen
Kunststoff, beispielsweise ein Kunstharz, und/oder ein Me-
tall, beispielsweise ein Lot, aufweisen. Das Lot kann bei-
spielsweise eine Legierung aufweisen. Das Lot kann beispiels-
weise Blei, Zinn, Zink, Kupfer, Silber, Aluminium, Silizium
und/oder Glas und/oder organische oder anorganische Zusatz-

stoffen aufweisen.

Fig.1l und Fig. 2 zeigen Elemente einer herkdmmlichen Baugrup-
pe. Figur 1 zeigt eine Draufsicht auf die Elemente der her-
kémmlichen Baugruppe 8 und Figur 2 zeigt eine Schnittdarstel-
lung der in Figur 1 gezeigten herkdmmlichen Baugruppe 8. Die
herkdmmliche Baugruppe 8 weist zwei optische Bauelemente 14

und ein Gehduse 10 auf, in dem die optischen Bauelemente 14
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angeordnet sind. In Figur 1 und Figur 2 ist nur ein Teil des
Geh&duses 10 dargestellt. Das Gehduse 10 weist unter anderem
einen Leiterrahmenabschnitt 12. Der Leiterrahmenabschnitt 12
weist an einer ersten Seite des Leiterrahmenabschnitts 12 fir
jedes der optischen Bauelemente 14 Jje einen Aufnahmebereich
auf. Auf dem Leiterrahmenabschnitt sind die beiden optische
Bauelemente 14 in den Aufnahmebereichen mittels eines Verbin-

ders 16 befestigt.

Die beiden optischen Bauelemente 14 sind mit einem ersten Ab-
stand Al so zueinander angeordnet, dass der Verbinder 16 wah-
rend des Herstellungsprozesses in fliissigem oder zahfliissigen
Zustand zumindest teilweise unter den optischen Bauelementen
14 hervortreten kann, ohne dass sich die Verbinder 16 in den
beiden Aufnahmebereichen gegenseitig und/oder das benachbarte
optische Bauelement 14 beeinflussen und/oder beriihren. Der
erste Abstand Al kann beispielsweise ein einzuhaltender Min-
destabstand sein und/oder beispielsweise zwischen 0,1 mm und
10 mm betragen. Der Mindestabstand kann beispielsweise zum
Vermeiden einer ungewollten elektrischen Kopplung der beiden
optischen Bauelemente 14 und/oder eines Kurzschlusses zwi-—

schen den beiden optischen Bauelementen 14 beitragen.

Fig. 3 und Fig. 4 zeigen Elemente einer herkdmmlichen Bau-
gruppe 8, die beispielsweise weitgehend den vorhergehend er-
lauterten Elementen der herkdmmlichen Baugruppe 8 entsprechen
kénnen. Figur 3 zeigt eine Draufsicht auf die Elemente der
herkdmmlichen Baugruppe 8 und Figur 4 zeigt eine Schnittdar-
stellung der Baugruppe 8 gemdl Figur 3. Die beiden optischen
Bauelemente 14 konnen beispielsweise so auf dem Leiterrahmen-—
abschnitt 12 angeordnet sein, dass deren einander zugewandte
Seitenkanten einen ersten Winkel o einschlieBen. Die beiden
optischen Bauelemente 14 k&nnen beispielsweise den ersten

Winkel o einschlielen, auch wenn diese vor ihrer BRefestigung
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an dem Aufnahmebereich des Leiterrahmenabschnitts 12 prédzise
parallel zueinander angeordnet wurden, da beispielsweise beim
Verfliissigen des Verbinders 16 und/oder vor oder nach dem
Hiarten des Verbinders 16 eine Drehung der optischen Bauele-
mente 14 relativ zueinander und/oder relativ zu dem Leiter-

rahmenabschnitt 12 auftreten kann.

Fig. 5 zeigt eine Schnittdarstellung durch ein Ausfiihrungs-
beispiel einer Baugruppe 8, bei der der Leiterrahmenabschnitt
12 die optischen Bauelemente 14 und/oder der Verbinder 16
beispielsweise weitgehend gemdB den vorhergehend erlduterten
Elementen der herkdmmlichen Baugruppe 8 ausgebildet sein kon-
nen. Beispielsweise weist der Leiterrahmenabschnitt 12 ein,
zwel oder mehr, beispielsweise drei Aufnahmebereiche zum Auf-
nehmen entsprechender optischer Bauelemente 14 auf. Auf den
Aufnahmebereichen sind mittels des Verbinders 16 die opti-
schen Bauelemente 14 angeordnet und/oder befestigt. Ferner
kann der Leiterrahmenabschnitt 12 ein, zwei oder mehr Kon-
taktbereiche (siehe Figur 14) aufweisen, iber die die opti-
schen Bauelemente 14 elektrisch kontaktierbar sind. Der Verb-
inder 16 kann beispielsweise eine Diinnfilmldtschicht aufwei-

sen.

Ferner kann die BRaugruppe 8 beispielsweise einen Formwerk-—

stoff 18 aufweisen, 1in dem der Leiterrahmenabschnitt 12 ein-
gebettet sein kann. Dass der Leiterrahmenabschnitt 12 in den
Formwerkstoff 18 eingebettet sein kann, kann beispielsweise

bedeuten, dass der Leiterrahmenabschnitt 12 zumindest teil-

weise von dem Formwerkstoff 18 umgeben ist, dass der Leiter-
rahmenabschnitt 12 jedoch in einzelnen Bereich frei von Form-
werkstoff 18 sein kann. Beispielsweise kann der Leiterrahmen-
abschnitt 12 in Figur 5 an seiner Unterseite {iber einen gro-
Beren Bereich frei von Formwerkstoff 18 sein. Der Leiterrah-

menabschnitt 12 und/oder die optischen Bauelemente 14 kdnnen
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beispielsweise iliber die Unterseite beispielsweise elektrisch
und/oder thermisch kontaktiert sein, beispielsweise mit einer
nicht dargestellten Leiterplatte. Ferner kann der Leiterrah-
menabschnitt 12 an seiner in Figur 5 gezeigten Oberseite eine
Aufnahmeausnehmung 19 aufweisen, die frei von Formwerkstoff
18 sein kann und in der die Aufnahmebereiche und gegebenen-

falls die Kontaktbereiche frei gelegt sind.

Neben den Aufnahmebereichen und/oder gegebenenfalls neben den
Kontaktbereichen k&nnen in der Aufnahmeausnehmung 19 ein,
zwel oder mehr Graben 20, beispielsweise zweil oder mehr Fein-
grdben 20, ausgebildet sein. Beispielsweise kdnnen zwischen
den Aufnahmebereichen und dem Formwerkstoff 18 und/oder zwi-
schen den einzelnen Aufnahmebereichen Graben 20, beispiels-
weise Feingrdben 20, ausgebildet sein. Die Feingrdben 20 kdn-
nen beispielsweise vollstdndig oder teilweise um die Aufnah-
mebereiche bzw. die Kontaktbereiche herum ausgebildet sein.
Die Feingrdben 20 kdnnen beispielsweise eine Tiefe und eine
Breite aufweisen, die im Folgenden mit Bezug zu Figur 7 ndher

erlautert werden.

Die Aufnahmebereiche kdnnen beispielsweise zumindest teilwei-
se mit Verbinder 16 gefiillt sein, der beispielsweise in dem
Herstellungsprozess beim Verfliissigen des Verbinders 16 zwi-
schen den Aufnahmebereichen und den entsprechenden elektroni-
schen Elementen 14 hervor flielt und von den entsprechenden
Feingrdben 20 aufgenommen wird. Dadurch k&nnen die optischen
Bauelemente 14 beispielsweise ndher aneinander angeordnet
werden als ohne die Feingrdben 20, beispielsweise ndher als
bei der in den Figuren 1 und 2 gezeigten herkdmmlichen Bau-
gruppe 8. Die Feingrédben 20 kdnnen somit beispielsweise zum

Aufnehmen von fliissigem Verbinder 16 dienen.
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Alternativ oder zusdtzlich kénnen die Feingrdben 20, die zwi-
schen den Aufnahmebereichen und dem Formwerkstoff 18 und/oder
zwischen den Kontaktbereichen und dem Formwerkstoff 18 ausge-
bildet sind, dazu dienen, wahrend des Einbettens des Leiter-
rahmenabschnitts fllissigen Formwerkstoff 18 aufzunehmen, so
dass die Aufnahmebereiche bzw. Kontaktbereiche frei von Form-
werkstoff 18 bleiben. Somit k&nnen die Feingrdben 20 als Bar-
riere gegeniiber dem fliissigen Formwerkstoff 18 und/oder als
Reservoir fiir den flissigen Formwerkstoff 18 dienen. Dies
kann dazu beitragen, dass die optischen Bauelemente 14 ein-
fach und/oder prédzise in den Aufnahmebereichen anordbar sind
und/oder dass die optischen Bauelemente 14 in den Kontaktbe-
reichen einfach und/oder prizise elektrisch kontaktierbar

sind.

Fig. 6 zeigt Elemente eines Ausfiihrungsbeispiels einer Bau-
gruppe 8, die beispielsweise weitgehend den vorhergehend er-
lauterten Elementen der Baugruppen 8 entsprechen kdnnen. Bei-
spielsweise kdnnen die Elemente der Baugruppe 8 eine Kombina-
tion der vorhergehend erliduterten Elemente der Baugruppen 8
darstellen. Beispielsweise k&nnen der Leiterrahmenabschnitt
12 und die optischen Bauelemente 14 gemdB den Figuren 1 bis 4
ausgebildet sein und der Feingraben 20 kann gemal dem in Fi-
gur 5 gezeigten Ausfiihrungsbeispiel ausgebildet sein. Bei-
spielsweise kann sich der Feingraben 20 um die beiden opti-
schen Bauelemente 14 herum erstrecken. Beispielsweise kann
der Feingraben 20 so ausgebildet sein, dass er zwei Aufnahme-
bereiche auf der ersten Seite des Leiterrahmenabschnitts 12
voneinander abtrennt. Die optischen Bauelemente 14 kdnnen
beispielsweise die Aufnahmebereiche iiberlappen, weshalb in
Figur 6 die duBeren Rander der Aufnahmebereiche, die bei-
spielsweise den inneren Randern des Feingrabens 20 entspre-
chen, lediglich gestrichelt dargestellt sind. Der in Figur 6

gezeigte Feingraben 20 kann als ein umlaufender Feingraben 20
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oder als mehrere neben den Aufnahmebereichen und/oder zwi-
schen den Aufnahmebereichen ausgebildete Feingrdben 20 be-

zelchnet werden.

Die beiden optischen Bauelemente 14 kdnnen mit einem zweiten
Abstand A2 zueinander angeordnet sein, der beispielsweise
kleiner als der erste Abstand Al ist. Der zweite Abstand A2
kann beispielsweise lediglich wenige Mikrometer betragen oder
sogar Null sein. Beim Herstellen der Baugruppe 8 und insbe-
sondere beim Befestigen der optischen Bauelemente 14 auf dem
Leiterrahmenabschnitt 12 kann iiberfliissiger Verbinder 16 in

den Feingraben 20 abflielen.

Fig. 7 zeigt eine Schnittdarstellung der Baugruppe 8 gemdl
Figur 6. Die in Figur 7 gezeigten Feingrdben 20 kdnnen bei-
spielsweise den vorhergehend erlduterten und/oder den nach-
folgend erliduterten Feingrdben 20 entsprechend ausgebildet
sein. Die Feingrdben 20 kdnnen beispielsweise eine Tiefe T
aufweisen, die beispielsweise kleiner als eine halbe Dicke D2
des Leiterrahmenabschnitts 12 sein kann. Der Leiterrahmenab-
schnitt 12 kann beispielsweise eine Dicke D1 von 350 um auf-
weisen. Die Tiefe T kann beispielsweise einem Drittel der
ersten Dicke D1 entsprechen oder kleiner als die erste Dicke
D1 sein. Eine Breite der Feingrédben 20 kann beispielsweise
gleich der Tiefe T der Feingrdben 20 sein oder ungefdhr 1.5,

2 oder 3 mal der Tiefe T der Feingrdben 20 entsprechen.

Fig. 8 und Fig. 9 zeigen Elemente eines Ausfiihrungsbeispiels
einer Baugruppe 8, die beispielsweise weitgehend den vorste-
hend erlduterten Elementen der Baugruppen 8 entsprechen kén-
nen. Figur 8 zeigt eine Draufsicht auf die Elemente der Bau-
gruppe 8 und Figur 9 zeigt eine Schnittdarstellung der Bau-

gruppe 8 gemal Figur 8.
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In dem Feingraben 20 kann beispielsweise ein Fiillmaterial 22
angeordnet sein. Das Fillmaterial 22 kann beispielsweise so
ausgebildet sein, dass es von dem Verbinder 16 nicht benetzt
wird. Dies bewirkt, dass der fliissige Verbinder 16 wahrend
des Herstellungsprozesses nicht in und/oder auf den Feingra-
ben 20 bzw. das Flillmaterial 22 flieRt, sondern in dem Auf-
nahmebereich und/oder dem Kontaktbereich verbleibt. Falls der
Aufnahmebereich prdzise durch den Feingraben 20 definiert
ist, kann dann aufgrund von Oberfldchenspannungen zwischen
dem Verbinder 16 und den optischen Bauelementen 14, dem Lei-
terplattenabschnitt 12 und/oder der umgebenen Luft eine auto-
matische Ausrichtung und/oder prézise Positionierung und/oder
prédzise Orientierung der optischen Bauelemente 14 zu dem Lei-
terrahmenabschnitt 12 und/oder dem entsprechenden Aufnahmebe-
reich und/oder zueinander erfolgen. In anderen Worten werden
die optischen Bauelemente 14 auf dem Verbinder 16 automatisch
auf den entsprechenden Aufnahmebereichen ausgerichtet oder
zentriert. Dies ermdglicht, die optischen Bauelemente 14 zu-
ndchst relativ unprédzise auf dem noch festen Verbinder 16 an-
zuordnen, beispielsweils unprédziser als bei der in den Figuren
3 und 4 gezeigten herk&mmlichen Baugruppe 8, und dass dennoch
nach dem Aushdrten des Verbinders 16 die optischen Bauelemen-
te 14 relativ prazise, beispielsweise prédziser als bei der in
den Figuren 3 und 4 gezeigten herkdmmlichen Baugruppe 8, an
dem Leiterrahmenabschnitt 12 befestigt sind. Dies kann bei-
spielsweise beim Verwenden von Lotpaste als Verbinder 16

und/oder beim Pastenldten vorteilhaft sein.

Fig. 10, Fig. 11 und Fig. 12 zeigen beispielhafte Zustéande
eines Ausfihrungsbeispiels einer Baugruppe 8, in denen sich
die Baugruppe 8 wahrend eines Herstellungsverfahrens zum Her-
stellen der Baugruppe 8 nacheinander befinden kann. Insbeson-
dere zeigen die verschiedenen Zustdnde, wie die optischen

Bauelemente 14 auf dem Leiterrahmenabschnitt 12 angeordnet
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werden kdnnen. Die Baugruppe 8 kann beispielsweise weitgehend

den vorhergehend erlduterten Baugruppen 8 entsprechen.

Figur 10 zeigt einen Zustand der Baugruppe 8, in dem die
Feingrdben 20 des Leiterrahmenabschnitts 12 mit dem Fiillmate-
rial 22 gefillt sind. Als Fillmaterial 22 wird ein Material
verendet, das von dem Verbinder 16 nicht benetzt wird. In den
Aufnahmebereichen ist der Verbinder 16 angeordnet. Beispiels-
weise kann als Verbinder 16 eine Lotpaste verwendet werden,
die beispielsweise in einem Druckverfahren oder einem Dis-
pensverfahren auf den Leiterrahmenabschnitt 12 aufgebracht

werden kann.

Figur 11 zeigt einen Zustand der Baugruppe 8 gemdal Figur 10,
in dem auf den Leiterrahmenabschnitt 12 und dem Verbinder 16
die optischen Bauelemente 14 angeordnet sind. Die beiden op-
tischen Bauelemente 14 haben einen dritten Abstand A3 zuein-
ander. Der Verbinder 16 kann beispielsweise einen Teil des

Feingrabens 20 und/oder des Flllmaterials 22 iiberlappen.

Figur 12 zeigt einen Zustand der Baugruppe 8 gemdl den Figu-
ren 10 und 11, in dem sich der Verbinder aufgrund seiner Ma-
terialeigenschaft von dem Fillmaterial 22 zuriickzieht. Dies
bewirkt zum einem, dass die beiden optischen Bauelemente 14
sich in entgegensetzten Richtungen 24 aufeinander zubewegen,
wodurch die beiden optischen Bauelemente 14 einen vierten Ab-
stand A4 zueinander haben, der kleiner als der dritte Abstand
A3 ist. AuBRerdem erfolgt eine relative Ausrichtung der opti-
schen Bauelemente 14 zu dem Leiterrahmenabschnitt 12 und ins-
besondere den Aufnahmebereichen und iber den Leiterrahmenab-
schnitt 12 auch relativ zueinander. Ein Unterschied zwischen
dem dritten Abstand A3 und dem vierten Abstand A4 kann bei-
spielsweise zwischen 10 pm und 30 pm, beispielsweise zwischen

15 pm und 25 pm, beispielsweise ungefdahr 20 pm betragen.
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Fig. 13 zeigt ein Ausfiihrungsbeispiel der Baugruppe 8, das
beispielsweise weitgehend den vorhergehend erlduterten Aus-
fihrungsbeispielen der Baugruppe 8 entsprechen kann. Die
Feingrdben 20 kdnnen beispielsweise mit dem Fiillmaterial 22
geflillt sein. Die optischen Bauelemente 14 kdnnen beispiels-
weise besonders nah aneinander angeordnet sein und/oder préa-
zise zueinander und/oder zu dem Gehduse 10 ausgerichtet sein.
Ferner k&nnen noch weitere optische Bauelemente 14 in dem Ge-
hduse 10 angeordnet sein und/oder von weiteren Feingraben 20
umgeben sein. Als Verbinder 16 kann beispielsweise eine Lot-
paste verwendet werden, die beispielsweise in einem Druck-
oder Dispensverfahren aufgebracht und/oder anschlieBend in

einem Reflow-Ofen gehdrtet werden kann.

Fig. 14 zeigt ein Ausfiihrungsbeispiel der Baugruppe 8, das
beispielsweise weitgehend den vorhergehend erlduterten Aus-
fiihrungsbeispielen der Baugruppe 8 entsprechen kann. Die Bau-
gruppe 8 welst beispielsweise einen Leiterplattenabschnitt 12
auf, der einen Aufnahmeabschnitt und einen Kontaktabschnitt
aufweist. Der Aufnahmeabschnitt weist auf der ersten Seite
des Leiterrahmenabschnitts 12 den Aufnahmebereich auf, in dem
das optische Bauelement 14 {iber den Verbinder 16 befestigt
ist. Der Kontaktabschnitt weist einen Kontaktbereich 34 auf,
der beispielsweise gemdl den vorhergehend erlduterten Kon-
taktbereichen ausgebildet sein kann. Das optische Bauelement
14 kann beispielsweise mittels eines Bonddrahts 32 mit dem
Kontaktbereich 34 elektrisch kontaktiert sein. Beispielsweise
kénnen der Aufnahmebereich und/oder der Kontaktbereich 34 wvon
Feingrdben 20 umgeben sein. Beispielsweise sind zwischen dem
Aufnahmebereich und dem Formwerkstoff 18 und/oder zwischen
dem Kontaktbereich 34 und dem Formwerkstoff 18 je ein Fein-

graben 20 ausgebildet.
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Beispielsweise sind zwischen dem Formwerkstoff 18 und den da-
zU benachbarten Feingrédben 20 Oberflédchenbereiche 30 des Lei-
terrahmenabschnitts 12 gebildet, die mit Formwerkstoff 18 be-
deckt sind (Flash). Ferner kann in den zu dem Formwerkstoff
18 benachbarten Feingrdben 20 etwas Formwerkstoff 18 sein.
Beispielsweise kann der Formwerkstoff 18 wdhrend des Einbet-
tens aufgrund von Kapillarkrédften in die Oberflidchenbereiche
30 und die entsprechenden Feingraben 20 vordringen. Aufgrund
der Feingrdben 20 bleiben jedoch der Aufnahmebereich und/oder
der Kontaktbereich 34 frei von Formwerkstoff 18, da die Fein-
grdben 20 die Kapillar-Wirkung unterbrechen und als Reservoir
fliir den fliissigen Formwerkstoff 18 dienen. In anderen Worten
bilden die Feingrdben 20 Stoppkanten fiir den Formwerkstoff 18
(Flash-Stop).

Fig. 15 zeigt ein Ablaufdiagramm eines Ausfiihrungsbeispiels
zum Herstellen einer Baugruppe 8. Das Verfahren zum Herstel-
len der Baugruppe 8 umfasst auch das Verfahren zum Herstellen

des Gehduses 10 fiir die Baugruppe 8.

In einem Schritt S2 wird ein Leiterrahmen bereitgestellt. Der
Leiterrahmen kann beispielsweise mehrere Leiterrahmenab-

schnitte 12 aufweisen, die miteinander iiber den Leiterrahmen
verbunden sind und/oder die zusammen den Leiterrahmen bilden.
Der Leiterrahmen und/oder die Leiterrahmenabschnitte 12 k&n-
nen beispielsweise aus einem Leiterrahmenrohling mittels ei-

nes oder zweier Atzverfahren ausgebildet werden.

In einem Schritt S4 kann ein Feingraben ausgebildet werden,
beispielsweise einer oder mehrere der Feingrdben 20 in dem
Leiterrahmenabschnitt 12. Der Feingraben 20 kann beispiels-
weise in den gleichen Atzprozess ausgebildet werden wie die
Leiterrahmenabschnitte 12. In anderen Worten kdnnen die

Schritte S2 und S4 gleichzeitig abgearbeitet werden. Alterna-
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tiv dazu koénnen die Feingrdben 20 auch in einem eigenen Atz-
prozess ausgebildet werden oder mittels Pradgen, S&gen
und/oder Frdsen ausgebildet werden. Zum Ausbilden eines der
Feingrdben 20 kann beispielsweise eine Atzstoppmaske und/oder
ein Photolack verwendet werden, die im Bereich des Feingra-
bens 20 einen Schlitz mit einer Breite beispielsweise zwi-
schen 5 pm und 200 pm, beispielsweise zwischen 10 um und 50

pm haben.

In einem Schritt S6 kdnnen die Feingrdben 20 mit dem Fillma-
terial 22 gefiillt werden. Das Fiillmaterial 22 hat beispiels-
weise die Eigenschaft, dass es von dem Verbinder 16 nicht
oder nur vernachlédssigbar benetzt wird. Als Fiillmaterial 22
kann beispielsweise das gleiche Material verwendet werden wie

fiir den Formwerkstoff 18.

In einem Schritt S8 kann der Leiterrahmen in den Formwerk-
stoff 18 eingebettet werden. Falls als Fillmaterial 22 der
Formwerkstoff 18 verwendet wird, so kdnnen die Schritte S$6
und S8 gleichzeitig durchgefiihrt werden. Beispielsweise kon-
nen beim Einbetten des Leiterrahmens die Feingridben 20 mit
dem Formwerkstoff 18 gefiillt werden. Der eingebettete Leiter-
rahmen bildet einen Gehduseverbund, der zu jedem Leiterrah-

menabschnitt 12 ein Gehduse 10 aufweist.

In einem Schritt S10 kénnen die optischen Bauelemente 14 auf
dem Leiterrahmen, insbesondere den Leiterrahmenabschnitten 12
angeordnet werden. Die optischen Bauelemente 14 kdnnen bei-
spielsweise mit Hilfe des Verbinders 16 an den Leiterrahmen-
abschnitten 12 befestigt werden. Der Verbinder 16 kann bei-
spielsweise mittels Sputtern, Dispensen, Drucken und/oder
Aufdampfen auf die Leiterrahmenabschnitte 12 aufgebracht wer-

den. Beispielsweise k&nnen die optischen Bauelemente 14 mit-
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tels DUnnschichtldtverfahren auf den Leiterrahmenabschnitten

12 angeordnet werden.

In einem Schritt S12 konnen die Baugruppen 8 und/oder die Ge-
hduse 10 vereinzelt werden. Die Baugruppen 8 bzw. die Gehduse
konnen durch S&gen oder Schneiden des Gehduseverbunds verein-

zelt werden.

Der Schritt S10 kann vor oder nach dem Schritt S$S12 durchge-
fiihrt werden. Wird der Schritt S10 nach dem Schritt S12
durchgefiihrt, so k&nnen die Schritte $S2 bis S12 als Verfahren

zum Herstellen des Gehduses 10 bezeichnet werden.

Die Erfindung ist nicht auf die angegebenen Ausfiihrungsbei-
spiele beschrédnkt. Beispielsweise kdnnen Feingrdben neben al-
len Bereichen mit Formwerkstoff 18 ausgebildet werden, so
dass grundsdtzlich der Formwerkstoff 18 in den Feingraben 20
flieBen kann und nicht {iber den Feingraben 20 hinaus flielen
kann. Ferner kénnen unterschiedlich ausgebildete Aufnahmebe-
reiche und/oder unterschiedlich viele Aufnahmebereiche je-
weills durch Feingrdben 20 voneinander oder von dem Formwerk-
stoff 18 abgetrennt werden. Ferner kénnen bei allen Ausfiih-
rungsbeispielen Kontaktbereiche mittels Feingrdben 20 vonein-
ander, von den Aufnahmebereichen oder von dem Formwerkstoff
18 abgetrennt werden. Ferner kdnnen die gezeigten Ausfiih-
rungsbeispiele miteinander kombiniert werden. Ferner konnen
die gezeigten Ausfiihrungsbeispiele lediglich ein optisches
Bauelement 14 und entsprechend lediglich einen Aufnahmebe-
reich und/oder mehr als drei, beispielsweise vier, flinf oder
mehr Aufnahmebereiche und entsprechende optische Bauelemente
14 aufweisen. Ferner kénnen auch die in den Figuren 5 bis 13
einen, zwel oder mehr Kontaktbereiche 34 gemdl Figur 14 auf-

welsen.
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29
Patentanspriiche
1. Gehduse (10) fiir ein optisches Bauelement (14), aufwei-
send:

- einen Leiterrahmenabschnitt (12), der aus einem elekt-
risch leitenden Material gebildet ist, der eine erste Seite
und eine von der ersten Seite abgewandte zweite Seite auf-
weist und der an der ersten Seite mindestens einen ersten
Aufnahmebereich zum Aufnehmen des optischen Bauelements (14)
und/oder mindestens einen Kontaktbereich (34) zum elektri-
schen Kontaktieren des optischen Bauelements (14) aufweist,

- mindestens einen Graben (20), der in dem Leiterrahmenab-
schnitt (12) auf der ersten Seite neben dem Aufnahmebereich
und/oder neben dem Kontaktbereich (34) ausgebildet ist, und

- einen Formwerkstoff (18), in den der Leiterrahmenab-
schnitt (12) eingebettet ist und der mindestens eine Aufnah-
meausnehmung (18) aufweist, in der der erste Aufnahmebereich
und/oder der Kontaktbereich (34) und der Graben (20) angeord-

net sind.

2. Gehduse (10) nach Anspruch 1, bei dem der Graben (20)
eine Tiefe (T) aufweist, die kleiner als die halbe Dicke (D2)
des Leiterrahmenabschnitts (12) oder kleiner als ein Drittel
der Dicke (D1) des Leiterrahmenabschnitts (12) ist, und/oder
bei dem der Graben (20) eine Breite (B) aufweist, die kleiner

als die Dicke (D1l) des Leiterrahmenabschnitts (12) ist.

3. Gehduse (10) nach einem der vorstehenden Anspriiche, bei
dem der Graben (20) zumindest teilweise um den ersten Aufnah-
mebereich und/oder den Kontaktbereich (34) herum ausgebildet

ist.

4, Gehduse (10) nach einem der vorstehenden Anspriiche, bei

dem der Leiterrahmenabschnitt (12) mindestens einen zweiten
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Aufnahmebereich aufweist und bei dem der Graben (20) den ers-—

ten Aufnahmebereich von dem zweiten Aufnahmebereich abgrenzt.

5. Gehduse (10) nach einem der vorstehenden Anspriiche, bei
dem der Graben (20) zumindest teilweise mit einem Fiillmateri-

al (22) gefiillt ist.

6. Baugruppen (8), die ein Geh&duse (10) nach einem der vor-
stehenden Anspriiche und mindestens ein erstes optisches BRau-
element (14) aufweist, das in dem ersten Aufnahmebereich des
Gehduses (10) angeordnet ist und/oder in dem Kontaktbereich

(34) des Gehduses (10) elektrisch kontaktiert ist.

7. Baugruppen (8) nach Anspruch 6, bei der das erste opti-
sche Bauelement (14) den Graben (20) zumindest teilweise

iberlappt.

8. Verfahren zum Herstellen eines Gehduses (10) fiir ein op-
tisches Bauelement (14), bei dem

- ein Leiterrahmenabschnitt (12) bereitgestellt wird, ,
der aus einem elektrisch leitenden Material gebildet ist, der
eine erste Seite und eine von der ersten Seite abgewandte
zwelte Seite aufweist und der an der ersten Seite einen ers-
ten Aufnahmebereich zum Aufnehmen des optischen Bauelements
(14) und/oder einen Kontaktbereich (34) zum elektrischen Kon-
taktieren des optischen Bauelements (14) aufweist,

- in dem Leiterrahmenabschnitt (12) auf der ersten Seite
neben dem ersten Aufnahmebereich und/oder neben dem Kontakt-
bereich (34) ein Graben (20) ausgebildet wird, und

- der Leiterrahmenabschnitt in den Formwerkstoff (14) so
eingebettet wird, dass der erste Aufnahmebereich und/oder der
Kontaktbereich (34) und der Graben (20) in einer Aufnahmeaus-

nehmung (19) des Formwerkstoffs (14) angeordnet sind.
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9. Verfahren nach Anspruch 8, bei dem der Graben (20) so
ausgebildet wird, dass eine Tiefe (T) des Grabens (20) klei-
ner als die halbe Dicke (D2) des Leiterrahmenabschnitts (12)
oder kleiner als ein Drittel der Dicke (D1) des Leiterrahmen-
abschnitts (12) ist, und/oder bei dem der Graben (20) so aus-
gebildet wird, dass eine Breite (B) des Grabens (20) kleiner

als die Dicke (D1l) des Leiterrahmenabschnitts (12) ist.

10. Verfahren nach einem der Anspriiche 8 oder 9, bei dem der
Graben (20) zumindest teilweise um den ersten Aufnahmebereich

und/oder den Kontaktbereich (34) herum ausgebildet wird.

11. Verfahren nach einem der Anspriiche 8 bis 10, bei dem der
Leiterrahmenabschnitt (12) auf der ersten Seite mindestens
einen zweiten Aufnahmebereich zum Aufnehmen eines zweiten op-
tischen Bauelements (14) aufweist und bei dem der erste Auf-
nahmebereich mittels des Feingrabens (20) von dem zweiten

Aufnahmebereich abgegrenzt wird.

12. Verfahren nach einem der Anspriiche 8 bis 11, bei dem der
Graben (20) zumindest teilweise mit einem Filllmaterial (22)

gefillt wird.

13. Verfahren zum Herstellen einer Baugruppe (8), bei dem

- ein Gehduse (10) fiir ein optisches Bauelement (14) nach
einem der Anspriiche 8 bis 12 bereitgestellt wird,

- in dem ersten Aufnahmebereich und/oder dem Kontaktbe-
reich (34) jeweils ein Verbinder (16) aufgebracht wird,

- mindestens ein optisches Bauelement (14) auf dem Verbin-
der (16) in dem ersten Aufnahmebereich angeordnet wird
und/oder ein elektrischer Anschluss des optischen Bauelement
(14) mit dem Verbinder (16) in dem Kontaktbereich (34) in

Kontakt gebracht wird,
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- der Verbinder (16) geschmolzen und/oder gehartet wird,

wodurch das optische Bauelement (14) in dem ersten Aufnahme-
bereich befestigt wird und/oder der elektrische Anschluss des
optischen Bauelement (14) mit dem Kontaktbereich (34) elekt-

risch kontaktiert wird.

14. Verfahren nach Anspruch 13, bei dem der Graben (20) um
den ersten Aufnahmebereich herum ausgebildet wird und mit dem
Fillmaterial (22) gefillt wird und bei dem das optische Bau-
element (14) den Graben (20) {berlappt und bei dem beim
Schmelzen des Verbinders (16) das optische Bauelement (14)

automatisch relativ zu dem Aufnahmebereich ausgerichtet wird.

15. Verfahren nach Anspruch 14, bei dem

— der Graben (20) um den zweiten Aufnahmebereich herum
ausgebildet wird und mit dem Fiillmaterial (22) gefiillt wird,

- auf dem zweiten Aufnahmebereich der Verbinder (16) an-
geordnet wird,

- ein weiteres optisches Bauelement (14) auf dem Verbin-
der (16) in dem zweiten Aufnahmebereich angeordnet wird und
den Graben (20) Uberlappt und

- die beiden optischen Bauelemente (14) auf dem Verbin-
der (16) in dem ersten und dem zweiten Aufnahmebereich auto-
matisch relativ zu den Aufnahmebereichen und relativ zueinan-

der ausgerichtet werden.
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